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1장. 일반사항

1.1 적용범위

본 매뉴얼은 콘크리트 구조체 외벽에 ㈜미트하임 테라코타 패널 부착형 준불연 단열재를 접착 몰탈·전용 폼본드로 부착하고 열교방지

콘크리트 앙카로 고정하는 후부착 공법에 적용한다.

1.2 관련시방

본 매뉴얼에 명기되지 않은 사항은 관련 국가 표준(KS), 건축공사 표준시방서, 제조사의 제품 기술자료를 따른다.

패널 접착제 시공은 「TERRA FLEX(테라플렉스) 시방서」, 앙카 성능은 「열교방지 콘크리트 앙카 기술자료(MH-TD-A01)」를 참조한

다.

1.3 시공 조건

바탕면(콘크리트면)은 건조하고 청결해야 하며 유분, 먼지, 박리층, 이물질은 제거 후 시공한다.

우천 시 및 바탕면 결빙 시에는 시공하지 않으며, 폼본드 시공 시 분무기로 물을 도포한 후 시공한다.

외기온 영상 2℃ 이하에서는 앙카 홈에 폼본드를 절반만 충진한다.

2장. 사용 자재

품명 용도 및 비고

테라코타 패널 부착형 준불연 단

열재
외벽 단열 및 테라코타 패널 부착 바탕재. 준불연 성능 확보 제품(시험성적서 별첨)

테라코타 패널 외장 마감재. 코너부는 전용 컷팅기로 45도 가공

접착 몰탈 (시멘트 몰탈) 단열재 부착용

전용 폼본드 단열재 부착, 코너부·앙카 천공부 충진

열교방지 콘크리트 앙카 단열재 기계식 고정. 내부 매립형 구조로 열교 차단

열교방지 단열마개 앙카 시공부 마감 및 열교 차단

전용 홀쏘·컷팅기·고데 앙카 매립용 천공(단열재 40mm) · 패널 45도 가공 · 접착제 도포
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3장. 단열재 시공 순서

1 코너부 단열재 부착

시멘트 몰탈과 폼본드를 사용하여 코너부

에 테라코타 패널 부착형 단열재를 부착한

다.

2 코너부 폼본드 도포

코너부 맞닿는 부분에 폼본드를 충분히 도

포하여 코너부가 서로 벌어지지 않도록 한

다. 단열재가 밀리지 않도록 대못으로 고

정하면 좋다.

3 수직면 잡기

최상단부에 단열재를 먼저 붙인 뒤 실을

띄워 최하단부 단열재와 수직 기준선을 잡

는다. 최상단부 단열재는 추후 재부착하므

로 가접한다.

4 코너부 수직면 시공

최하단부 단열재의 코너마다 실을 연결하

여 수평면을 잡아준다.

5 좌우 단열재 시공

수평면을 잡은 실을 기준으로 한 층씩 작

업하여 남은 면을 모두 채운다.

6 전용 앙카 시공

몰탈과 폼본드가 충분히 굳으면 열교방지

앙카로 단열재를 고정한다. 코너부 인접

부위에는 앙카를 2개씩 추가 시공한다.

시공 핵심  코너부 기준 잡기 → 실 띄워 수직·수평 기준선 확보 → 면 채움 → 접착층 경화 후 앙카 고정 순서를 반드시 지킨다.
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4장. 표준 시공 단면도

항목 기준

접착층(접착 몰탈 + 폼본드) 두께 10 ~ 15mm

앙카 구조체 정착 깊이 40mm

구조체 천공 깊이 50 ~ 60mm
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5장. 열교방지 콘크리트 앙카 시공 방법

1 폼본드와 접착 몰탈을 사용하여 벽체에 단

열재를 고정시킨다.
2 전용 홀쏘를 사용하여 구조체(60mm)까

지 구멍을 뚫어준다.
3 단열재 두께를 고려하여 드릴은 벽체를

60mm 관통하도록 하고, 홀쏘는 단열재

를 40mm 뚫을 수 있도록 조정한다.

4 뚫린 구멍에 폼본드를 주입한다. 5 열교방지 콘크리트 앙카를 구조체에

40mm 박히도록 시공한다.
6 단열마개를 시공한다.

열교방지 구조  앙카를 단열재 내부에 매립하고 단열마개로 마감하므로 금속 앙카를 통한 열교(Heat Bridge)가 차단되며, 천공부

에 주입된 폼본드가 벽체·단열재·앙카를 일체로 결합한다.
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6장. 시공 시 주의사항

1. 단열재 시공 시 숫놈(상부 결합턱)이 항상 위로 가도록 시공한다. 역방향 시공 시 결합부에 물이 고일 수 있다.

2. 앙카는 단열재 한 장당 5개 시공을 원칙으로 하며, 각 모서리에서 가로·세로 20cm 간격에 4개, 중앙에 1개를 시공한다.

3. 코너는 교차시공하며, T자로 결합되는 부분은 30cm 이상 겹쳐지도록 시공한다.

4. 단열재와 단열재 사이에 단열막대를 반드시 시공한다.

5. 외기온 영상 2℃ 이하에서는 앙카에 폼본드를 절반만 충진한다. (온도 상승 시 후발포로 인한 밀림 현상 방지)

6. 폼본드 시공 시 분무기로 물 도포 후 시공한다.

1 숫놈 상향 시공

결합턱(숫놈)이 항상 위로 가도록 시공한

다.

3 코너부 교차시공

코너는 교차시공하며 T자 결합부는

30cm 이상 겹치도록 한다.

4 단열막대 시공

단열재와 단열재 사이에 단열막대를 반드

시 시공한다.
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7장. 테라코타 패널 시공 순서

1 코너패널 만들기

코너 부분 테라코타 패널은 전용 컷팅기를 사용하여 45도 각으

로 절단한다.

2 코너패널 부착

45도로 가공된 테라코타 패널을 이미지와 같이 코너부에 맞춰

시공한다.

3 접착제 도포

전용 폴리머 접착제 테라플렉스(TERRA FLEX) 또는 전용 압착

몰탈을 전용 고데로 도포하여 시공한다.

4 패널 부착

패널이 충분히 고정될 수 있도록 두드려주며 시공한다.

패널 접착제

테라플렉스는 C2 T E S1 등급(KS L 1593·ISO 13007)의 고성능 폴리머 접착제로, 동결융해·고온습윤 순환 조건에서도 접착 성능이

유지되며 수분 침투를 차단하여 백화 발생을 억제한다.

혼합은 깨끗한 용기에 물 6~6.5ℓ를 먼저 넣고 테라플렉스 1포(20kg)를 서서히 투입하면서 전동 교반기로 3분 이상 혼합한 뒤, 2~3

분 안정화 후 재교반하여 사용한다. (도포면적 약 6㎡/포)

테라코타 패널과 같은 대형·저흡수 소재는 개량 압착 공법(바탕면과 패널 뒷면 양쪽 도포)으로 시공하며, 겉마름 전(약 20분 이내)에

패널을 부착한다. 상세 기준은 「TERRA FLEX 시방서」 및 「테라플렉스 자재승인원」을 따른다.

외기온 5℃ 미만 또는 35℃ 이상, 우천 시, 직사광선 하에서는 시공하지 않는다.
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8장. 백화 발생 메커니즘 및 예방

백화현상은 외벽 마감재 표면에 발생하는 백색의 물질로, 시멘트 성분이 물에 녹아 나와 표면에서 수분이 증발하면서 남는 염류가 원인입

니다. 테라코타 패널 마감의 미관과 직결되므로 시공 단계에서 수분 관리로 예방하는 것이 중요합니다.

8.1 백화 발생 메커니즘

① 수분 침투
비·습기 등 외부 수분이 패널·

줄눈 부위로 침투
▶

② 염류 용해
모르타르 내 수산화칼슘이 수

분에 용해
▶

③ 표면 이동
용해된 염류가 수분과 함께

패널 표면으로 이동
▶

④ 증발·잔류
수분 증발 후 백색 염류가 표

면에 결정으로 잔류

용해된 수산화칼슘은 공기 중 이산화탄소와 반응하여 물에 잘 녹지 않는 백색의 탄산칼슘으로 석출되며, 수분이 증발하면서 표면에 남

아 백화가 됩니다.

높은 습도·장마철, 0℃ 이하 저온(경화 불량), 수분 증발이 느린 북향면, 시공 직후 강우 시 백화 발생 위험이 높아집니다.

8.2 백화 방지 대책

대책 내용

① 시공 환경 관리 시공 시 기온과 습도를 고려하고, 비가 오는 날이나 습도가 높은 날에는 시공을 피한다.

② 자재 건조 상태 유지
패널 등 부착 자재는 최대한 건조된 상태로 사용한다. 습기를 머금은 자재는 접착력을 저하시키고 백화 발생 확률

을 높인다.

③ 충분한 양생 시공 후 충분한 양생 기간을 확보한다. 특히 저온·다습 환경에서는 최소 7일 이상 양생한다.

④ 줄눈 밀실 시공 줄눈을 빈틈없이 충진하여 수분이 침투하지 못하도록 한다.

⑤ 발수 처리 패널 부착 후 5~15일 이내에 발수제를 도포(스프레이)하여 수분 침투를 차단한다.

단열재 결합부 숫놈(상부 결합턱) 상향 시공 원칙을 준수하면 결합부에 물이 고이지 않아 수분 침투 경로가 차단됩니다.

패널 접착은 수분 침투를 차단하는 미트하임 전용 폴리머 접착제 TERRA FLEX(테라플렉스) 사용을 권장합니다.
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